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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄板状のワークを径方向に沿って外周側から支持する自転可能なリング状ホルダーと、
該リング状ホルダーにより支持された前記ワークの両面を同時に研削する一対の砥石とを
有する両頭研削装置であって、
　更に、前記リング状ホルダーの自転軸方向及び自転軸に垂直な方向の両方向から供給さ
れる流体の静圧により前記リング状ホルダーを前記両方向から非接触支持する静圧軸受を
具備し、前記自転軸方向から供給される流体と前記自転軸に垂直な方向から供給される流
体の供給圧力をそれぞれ独立して制御可能なものであり、
　前記自転軸の一方向から前記流体を供給した状態で他方向から前記リング状ホルダーに
加重をかけた際の加重／変位量を剛性Ａとし、前記自転軸に垂直な方向から前記流体を供
給した状態で反対方向から前記リング状ホルダーに加重をかけた際の加重／変位量を剛性
Ｂとしたとき、前記剛性Ａが２００ｇｆ／μｍ以下に、前記剛性Ｂが８００ｇｆ／μｍ以
上になるように前記流体の供給圧力を制御可能なものであることを特徴とする両頭研削装
置。
【請求項２】
　リング状ホルダーによって、薄板状のワークを径方向に沿って外周側から支持して自転
させるとともに、一対の砥石によって、前記リング状ホルダーにより支持した前記ワーク
の両面を同時に研削するワークの両頭研削方法であって、
　前記リング状ホルダーの自転軸方向及び自転軸に垂直な方向の両方向から、供給圧力を
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それぞれ独立して制御しながら流体を供給し、静圧軸受によって前記供給された流体の静
圧により前記リング状ホルダーを前記両方向から非接触支持しながら前記ワークの両面を
同時に研削し、
　前記自転軸の一方向から前記流体を供給した状態で他方向から前記リング状ホルダーに
加重をかけた際の加重／変位量を剛性Ａとし、前記自転軸に垂直な方向から前記流体を供
給した状態で反対方向から前記リング状ホルダーに加重をかけた際の加重／変位量を剛性
Ｂとしたとき、前記剛性Ａが２００ｇｆ／μｍ以下に、前記剛性Ｂが８００ｇｆ／μｍ以
上になるように前記流体の供給圧力を制御することを特徴とするワークの両頭研削方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウェーハ、露光原版用石英基板等の薄板状のワークの両面を同時に研
削する両頭研削装置及びワークの両頭研削方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、直径３００ｍｍに代表される大直径のシリコンウェーハを採用する先端デバイ
スでは、ナノトポグラフィーと呼ばれる表面うねり成分を小さくすることが求められてい
る。ナノトポグラフィーとは、ウェーハの表面形状の一種で、ソリやｗａｒｐよりも波長
が短く、表面粗さより波長の長い、０．２～２０ｍｍの波長成分の凹凸を示すものであり
、ＰＶ値は０．１～０．２μｍの極めて浅いうねり成分である。このナノトポグラフィー
はデバイス工程におけるＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）
工程の歩留まりに影響すると言われ、デバイス基板となるシリコンウェーハに対し、デザ
インルールの微細化と共に厳しいレベルが要求されている。
【０００３】
　ナノトポグラフィーは、シリコンウェーハの加工工程で作り込まれるものである。特に
基準面を持たない加工方法、例えばワイヤーソー切断や両頭研削で悪化しやすく、ワイヤ
ーソー切断における相対的なワイヤーの蛇行や、両頭研削におけるウェーハのユガミの改
善や管理が重要である。
【０００４】
　ここで、従来の両頭研削方法について説明する。図１０は従来の両頭研削装置の一例を
示す概略図である。
　図１０に示すように、両頭研削装置１０１は、薄板状のワークＷを支持する自転可能な
リング状ホルダー１０２と、リング状ホルダー１０２を流体の静圧により非接触支持する
一対の静圧支持部材１０３と、リング状ホルダー１０２により支持されたワークＷの両面
を同時に研削する一対の砥石１０４を備えている。一対の静圧支持部材１０３はリング状
ホルダー１０２の側面の両側にそれぞれ位置している。砥石１０４はモータ１１２に取り
付けられており、高速回転できるようになっている。
【０００５】
　この両頭研削装置１０１を用い、まず、リング状ホルダー１０２によりワークＷを径方
向に沿って外周面側から支持する。次に、リング状ホルダー１０２を自転させることによ
り、ワークＷを自転させつつ、リング状ホルダー１０２とそれぞれの静圧支持部材１０３
との間に流体を供給し、リング状ホルダー１０２を流体の静圧によって支持する。このよ
うにしてリング状ホルダー１０２及び静圧支持部材１０３で支持されながら自転するワー
クＷの両面をモータ１１２により高速回転する砥石１０４を用いて研削する。
【０００６】
　従来の両頭研削において、ナノトポグラフィーを悪化させる要因は多々あるが、例えば
特許文献１に示されるように、リング状ホルダーの自転軸に沿った位置の乱れが大きな要
因であることがわかっている。そのため、リング状ホルダーを精度良く回転させるための
支持方法として、リング状ホルダーの自転軸方向及び自転軸に垂直な方向の両方向から流
体を供給することでリング状ホルダーを非接触支持する静圧軸受を用いることが好適であ
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ることが知られている（特許文献２）。
　しかしながら、このような静圧軸受を用いても、ナノトポグラフィーが悪化してしまう
ことがあり、安定して高精度なナノトポグラフィーを得ることができないという問題があ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１９０１２５号公報
【特許文献２】特開２０１１－１６１６１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明者がナノトポグラフィーが悪化してしまう現象について詳細に調査した
ところ、特に原料ワークのロットが変わったり砥石交換を実施したりすると、ナノトポグ
ラフィーが大きく変わってしまう現象が起こることが判明した。
　本発明は前述のような問題に鑑みてなされたもので、ワークのロットや砥石に依存して
発生するナノトポグラフィーのばらつきを改善し、研削毎に安定して高精度なナノトポグ
ラフィーを得ることができる両頭研削装置及びワークの両頭研削方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、薄板状のワークを径方向に沿って外周側
から支持する自転可能なリング状ホルダーと、該リング状ホルダーにより支持された前記
ワークの両面を同時に研削する一対の砥石とを有する両頭研削装置であって、更に、前記
リング状ホルダーの自転軸方向及び自転軸に垂直な方向の両方向から供給される流体の静
圧により前記リング状ホルダーを前記両方向から非接触支持する静圧軸受を具備し、前記
自転軸方向から供給される流体と前記自転軸に垂直な方向から供給される流体の供給圧力
をそれぞれ独立して制御可能なものであることを特徴とする両頭研削装置が提供される。
【００１０】
　このような両頭研削装置であれば、リング状ホルダーの自転軸方向と自転軸に垂直な方
向の支持剛性を独立に制御でき、ワークのロットの変更や砥石交換を行ったとしても、研
削毎に安定して高精度なナノトポグラフィーを得ることができるものとなる。
【００１１】
　このとき、前記自転軸の一方向から前記流体を供給した状態で他方向から前記リング状
ホルダーに加重をかけた際の加重／変位量を剛性Ａとし、前記自転軸に垂直な方向から前
記流体を供給した状態で反対方向から前記リング状ホルダーに加重をかけた際の加重／変
位量を剛性Ｂとしたとき、前記剛性Ａが２００ｇｆ／μｍ以下に、前記剛性Ｂが８００ｇ
ｆ／μｍ以上になるように前記流体の供給圧力を制御可能なものであることが好ましい。
【００１２】
　このようなものであれば、より高精度なナノトポグラフィーを確実に安定して得ること
ができるものとなる。
【００１３】
　また、本発明によれば、リング状ホルダーによって、薄板状のワークを径方向に沿って
外周側から支持して自転させるとともに、一対の砥石によって、前記リング状ホルダーに
より支持した前記ワークの両面を同時に研削するワークの両頭研削方法であって、前記リ
ング状ホルダーの自転軸方向及び自転軸に垂直な方向の両方向から、供給圧力をそれぞれ
独立して制御しながら流体を供給し、静圧軸受によって前記供給された流体の静圧により
前記リング状ホルダーを前記両方向から非接触支持しながら前記ワークの両面を同時に研
削することを特徴とするワークの両頭研削方法が提供される。
【００１４】
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　このような方法であれば、リング状ホルダーの自転軸方向と自転軸に垂直な方向の支持
剛性を独立に制御でき、ワークのロットの変更や砥石交換を行ったとしても、研削毎に安
定して高精度なナノトポグラフィーを得ることができる。
【００１５】
　またこのとき、前記自転軸の一方向から前記流体を供給した状態で他方向から前記リン
グ状ホルダーに加重をかけた際の加重／変位量を剛性Ａとし、前記自転軸に垂直な方向か
ら前記流体を供給した状態で反対方向から前記リング状ホルダーに加重をかけた際の加重
／変位量を剛性Ｂとしたとき、前記剛性Ａが２００ｇｆ／μｍ以下に、前記剛性Ｂが８０
０ｇｆ／μｍ以上になるように前記流体の供給圧力を制御することが好ましい。
【００１６】
　このようにすれば、より高精度なナノトポグラフィーを確実に安定して得ることができ
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、両頭研削装置において、リング状ホルダーの自転軸方向及び自転軸に垂直
な方向の両方向から、供給圧力をそれぞれ独立して制御しながら流体を供給し、静圧軸受
によって供給された流体の静圧によりリング状ホルダーを前記両方向から非接触支持しな
がらワークの両面を同時に研削するので、リング状ホルダーの自転軸方向と自転軸に垂直
な方向の支持剛性を独立に制御でき、ワークのロットの変更や砥石交換を行ったとしても
、研削毎に安定して高精度なナノトポグラフィーを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の両頭研削装置の一例を示す概略図である。
【図２】本発明の両頭研削装置のリング状ホルダーの一例を示す概略図である。（Ａ）リ
ング状ホルダーの側面図である。（Ｂ）リング状ホルダーのキャリアの側面図である。
【図３】静圧軸受によるリング状ホルダーの支持方法を説明する説明図である。
【図４】供給する流体の供給圧力の調整方法を説明する説明図である。
【図５】実施例１の結果を示す図である。
【図６】実施例２の結果を示す図である。
【図７】実施例３の結果を示す図である。
【図８】実施例４の結果を示す図である。
【図９】比較例の結果を示す図である。
【図１０】従来の両頭研削装置の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明について実施の形態を説明するが、本発明はこれに限定されるものではな
い。
　上記したように、ナノトポグラフィーの悪化の要因として、原料ワークや使用する砥石
の影響があることが本発明者の調査により判明した。更に、本発明者は、リング状ホルダ
ーの支持に静圧軸受方式を採用した方法において、原料ワークや使用する砥石の影響を低
減する方法について鋭意検討を重ねた。その結果、以下のことを見出した。
【００２０】
　従来の両頭研削においては、原料ワークの形状や表裏の面粗さ及び左右砥石の自生作用
などの違いにより左右面の研削状態が異なり、ワークは左右より複雑な力を受けながら研
削が進行すると考えられる。そのため、研削加工毎に左右の力のバランスが釣り合ったワ
ーク回転面は微妙に異なり、このワーク回転面のリング状ホルダーの回転面に対する乖離
が局所的な加工圧力差を生じさせて、微小なナノトポグラフィーの悪化を招いていると考
えられる。
【００２１】
　このナノトポグラフィーの悪化を防止するためには、リング状ホルダーの自転軸方向の
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支持剛性を低下させて支持の自由度を向上させることで、研削加工毎に異なる左右の力の
バランスが釣り合ったワーク回転面に対し、リング状ホルダーがならって回転できるよう
にし、その結果、局所的な加工圧力差をなくすことが有効と考えられる。
　しかし、従来の静圧軸受では、リング状ホルダーの自転軸方向及び自転軸に垂直な方向
の両方向から供給する流体を１つの供給源から供給し、その供給圧力が全て同じになるよ
うに構成されているため、リング状ホルダーの自転軸方向の支持の自由度を向上させるこ
とにより、その自転軸に垂直な方向の支持剛性も同時に低下してしまう。そのため、リン
グ状ホルダーの自転軸に垂直な方向の偏心回転が容易に発生するようになり、安定した研
削加工を妨げてしまう。
【００２２】
　そこで、本発明では、リング状ホルダーの自転軸方向と自転軸に垂直な方向に供給され
る流体をそれぞれ独立に供給可能にすることで、すなわち、その供給圧力を独立して制御
可能に構成すれば、自転軸方向の支持の自由度を向上させると同時に、自転軸に垂直な方
向の支持剛性を維持しながら研削を行うことができ、その結果、安定してより高精度なナ
ノトポグラフィーを得ることが可能となる。
　本発明者はこの検討結果を基に、更にこれらを実施するための最良の形態について精査
し、本発明を完成させた。
【００２３】
　まず、本発明の両頭研削装置について説明する。
　図１に示すように、本発明の両頭研削装置１は、主に、ワークＷを支持するリング状ホ
ルダー２と、リング状ホルダー２を流体の静圧により非接触支持する静圧軸受３と、ワー
クＷの両面を同時に研削する一対の砥石４を備えている。
【００２４】
　リング状ホルダー２はワークＷを径方向に沿って外周側から支持するものであり、自転
軸周りに自転可能である。図２（Ａ）に示すように、リング状ホルダー２は中央にウェー
ハＷを挿入して支持するための保持孔を有するキャリア５と、キャリア５を取り付けるホ
ルダー部６と、取り付けたキャリア５を押さえるためのリング部７から構成される。図２
（Ａ）（Ｂ）に示すように、キャリア５にはホルダー部６にネジ等で取り付けるための取
付穴８が設けられている。
【００２５】
　リング状ホルダー２を自転させるために、ホルダー用モータ９に接続された駆動歯車１
０が配設されている。駆動歯車１０は内歯車部１１と噛合っており、駆動歯車１０をホル
ダー用モータ９により回転させることによって、内歯車部１１を通じてリング状ホルダー
２を自転させることが可能である。
　また、図２（Ａ）に示すように、キャリア５の保持孔の縁部に内側に向かって突出した
突起１４が形成されている。この突起はワークＷの周縁部に形成されたノッチと呼ばれる
切り欠きの形状に適合し、リング状ホルダー２の回転動作をワークＷに伝達することがで
きるようになっている。
【００２６】
　リング状ホルダー２は、静圧軸受３により支持されることによって精度良く回転可能と
なっている。
　ここで、静圧軸受３について述べる。図３に示すように、静圧軸受３はリング状ホルダ
ー２の両方の側面側に対向して配置される軸受部３ａと、リング状ホルダー２の外周面に
対向して配置される軸受部３ｂとで構成されている。軸受部３ａにはリング状ホルダー２
の両方の側面に対して流体を供給するための供給孔が設けられ、軸受部３ｂには外周面に
対して流体を供給するための供給孔が設けられている。
　図３に示すように、これら供給孔を介し、流体供給手段２０から流体１３ａがリング状
ホルダー２の自転軸方向からリング状ホルダー２の側面と軸受部３ａとの間に供給され、
流体１３ｂが自転軸に垂直な方向からリング状ホルダー２の外周面と軸受部３ｂとの間に
供給される。
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【００２７】
　このようにして供給された流体の静圧により、軸受部３ａでその自転軸方向から、また
、軸受部３ｂでその自転軸方向に垂直な方向からリング状ホルダー２を非接触の状態で支
持する。
　流体供給手段２０は、自転軸方向から供給される流体１３ａと自転軸に垂直な方向から
供給される流体１３ｂの供給圧力をそれぞれ独立して制御可能に構成される。これ以外、
流体供給手段２０は特に限定されず、例えば、流体の供給経路上に圧力調整弁を設けてそ
れぞれの供給圧力を調整したり、完全に独立した流体供給手段を２つ設けるようにしても
良い。ここで静圧軸受３に供給する流体としては、特に限定されることはないが、例えば
水や空気を用いることができる。
【００２８】
　図１に示すように、砥石４は砥石用モータ１２に接続されており、高速回転できるよう
になっている。ここで、砥石４は特に限定されず、従来と同様のものを用いることができ
る。例えば、平均砥粒径が４μｍの番手＃３０００のものを用いることができる。さらに
は、番手＃６０００～８０００の高番手のものとすることも可能である。この例としては
、平均粒径１μｍ以下のダイヤモンド砥粒とビトリファイドボンド材からなるものが挙げ
られる。
【００２９】
　このような両頭研削装置１であれば、静圧軸受３に供給する流体の供給圧力をそれぞれ
独立して制御することで、リング状ホルダー２の自転軸方向と自転軸に垂直な方向の剛性
を独立に制御できるものとなる。そのため、リング状ホルダー２の自転軸方向から供給す
る流体の供給圧力を低くしてこの方向のリング状ホルダー２の剛性を低下させ、すなわち
、支持の自由度を向上させると同時に、リング状ホルダー２の自転軸に垂直な方向から供
給する流体の供給圧力を高くしてこの方向のリング状ホルダー２の剛性を十分に高く維持
した状態でリング状ホルダー２を支持することができる。このようにしてリング状ホルダ
ー２を支持すれば、研削加工中に局所的な圧力差を抑制でき、ワークのロットの変更や砥
石交換を行ったとしても、研削毎に安定して高精度なナノトポグラフィーを得ることがで
きる。
【００３０】
　ここで、上記した剛性の定義については、自転軸の一方向から流体を供給した状態で他
方向からリング状ホルダー２に加重をかけ、リング状ホルダー２の変位量を測定した際の
加重／変位量（ｇｆ／μｍ）を自転軸方向の剛性Ａとする。また、自転軸に垂直な方向か
ら流体を供給した状態で反対方向からリング状ホルダー２に加重をかけ、リング状ホルダ
ー２の変位量を測定した際の加重／変位量（ｇｆ／μｍ）を自転軸に垂直な方向の剛性Ｂ
とする。
【００３１】
　流体供給手段２０は、この剛性Ａが２００ｇｆ／μｍ以下に、剛性Ｂが８００ｇｆ／μ
ｍ以上になるように流体の供給圧力を制御可能なものであることが好ましい。
　このようなものであれば、上記した局所的な圧力差をより確実に抑制でき、より高精度
なナノトポグラフィーを確実に安定して得ることができる。
　なお、供給水圧は特別な増圧手段を用いなければ通常０．３０ＭＰａ前後となり、この
場合の剛性の上限は１５００ｇｆ／μｍ前後である。また、リング状ホルダーの重さに依
るが、静圧軸受として機能するには、５０ｇｆ／μｍ以上の剛性が必要である。
【００３２】
　次に、本発明のワークの両頭研削方法について説明する。ここでは、図１－３に示す本
発明の両頭研削装置１を用いた場合について説明する。
　まず、例えばシリコンウェーハなどの薄板状のワークＷをリング状ホルダー２によって
径方向に沿って外周側から支持する。このリング状ホルダー２を支持するための静圧軸受
３を、上記したように、軸受部３ａがリング状ホルダー２の両方の側面側に対向し、軸受
部３ｂがリング状ホルダー２の外周面に対向するように配置する。
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【００３３】
　次に、静圧軸受３の供給孔を介し、流体供給手段２０から流体をリング状ホルダー２の
自転軸方向からリング状ホルダー２の側面と軸受部３ａとの間に供給し、また、流体を自
転軸に垂直な方向からリング状ホルダー２の外周面と軸受部３ｂとの間に供給する。これ
ら供給した流体の静圧により、軸受部３ａでその自転軸方向から、また、軸受部３ｂでそ
の自転軸方向に垂直な方向からリング状ホルダー２を非接触の状態で支持する。
【００３４】
　このようにしてリング状ホルダー２を静圧軸受３によってリング状ホルダー２の自転軸
方向及び自転軸に垂直な方向の両方向から支持しながら、ホルダー用モータ９によりリン
グ状ホルダー２を自転させつつ、砥石用モータ１２により砥石４を回転させ、ワークＷの
両面を同時に研削する。
　本発明のワークの両頭研削方法によれば、上記した本発明の両頭研削装置で説明したの
と同様に、リング状ホルダーの自転軸方向と自転軸に垂直な方向の剛性を独立に制御でき
るので、研削加工中に局所的な圧力差を抑制するために、リング状ホルダー２の自転軸に
垂直な方向の剛性を十分に高く維持しつつ、リング状ホルダー２の自転軸方向の支持の自
由度を向上させることができる。その結果、ワークのロットの変更や砥石交換を行ったと
しても、研削毎に安定して高精度なナノトポグラフィーを得ることができる。
【００３５】
　このとき、リング状ホルダーの剛性は供給する流体の供給圧力を調整することで容易に
制御できる。具体的には、供給圧力を高くすれば剛性を高く、供給圧力を低くすれば剛性
を低く変化させることができる。例えば、好ましい流体の供給圧力は、上記した自転軸方
向の剛性Ａが２００ｇｆ／μｍ以下に、自転軸に垂直な方向の剛性Ｂが８００ｇｆ／μｍ
以上にそれぞれなるような供給圧力である。
　このようにすれば、より高精度なナノトポグラフィーを確実に安定して得ることができ
る。
【実施例】
【００３６】
　以下、本発明の実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明は
これらに限定されるものではない。
【００３７】
（実施例１－４）
　図１に示す本発明の両頭研削装置１を用い、直径３００ｍｍのシリコンウェーハの両頭
研削を行った。砥石として、ビトリファイドボンドからなるＳＤ＃３０００砥石(株式会
社アライドマテリアル製　ビトリファイド砥石)を用いた。研削量は４０μｍとした。リ
ング状ホルダーの支持のために用いた流体として水を使用した。
　リング状ホルダーの自転軸方向と自転軸に垂直な方向に供給する流体の供給圧力を以下
のようにして調整した。
【００３８】
　図４に示すように、リング状ホルダーの変位量測定のため、渦電流タイプのセンサー２
１、２２を設置した。そして、センサーの反対側からフォースゲージによって１０～３０
Ｎの荷重をかけて、荷重／変位量（ｇｆ／μｍ）により算出される剛性Ａ及び剛性Ｂが所
望の値になるように静圧軸受へのそれぞれの供給水圧を調整した。
【００３９】
　各実施例１－４において、剛性Ｂを１２００ｇｆ／μｍ（実施例１）、８００ｇｆ／μ
ｍ（実施例２）、６００ｇｆ／μｍ（実施例３）、４００ｇｆ／μｍ（実施例４）とし、
剛性Ａを変化させてシリコンウェーハの両頭研削を行った際のナノトポグラフィを評価し
た。
【００４０】
（比較例）
　リング状ホルダーの自転軸方向と自転軸に垂直な方向の両方向から供給する流体をそれ
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ぞれ独立に制御できない従来の両頭研削装置を用い、両方向から供給する流体の供給圧力
を同じにした以外、実施例１と同様の条件でシリコンウェーハの両頭研削を行った。そし
て、供給圧力を変化させたときのナノトポグラフィを実施例１と同様に評価した。
【００４１】
（実施例１―４と比較例の結果）
　実施例１―４の結果をそれぞれ図５―８に、比較例の結果を図９に示す。
　図５－８に示すように、実施例１－４のいずれにおいても、剛性Ａを剛性Ｂより小さく
することにより、ナノトポグラフィが改善されていることが分かる。特に、図５、図６に
示すように、剛性Ｂが８００ｇｆ／μｍ以上である場合において、剛性Ａが２００ｇｆ／
μｍ以下になると、比較例の結果と比べナノトポグラフィーが大幅に改善されていること
が分かる。この傾向について実施例１と実施例２には明確な差は見られず、同等の改善効
果を示した。
　また、実施例１－４においては、ワークのロットの変更や砥石交換を行ったとしても、
ナノトポグラフィーが悪化することはなかった。
【００４２】
　これに対し、比較例では、図９に示すように、剛性Ａ及びＢを変化させてもナノトポグ
ラフィの改善は見られず、２００ｇｆ／μｍ以下になると、ナノトポグラフィーが悪化傾
向にあることが分かる。
　以上のように、本発明の両頭研削装置及びワークの両頭研削方法は、ワークのロットや
砥石に依存して発生するナノトポグラフィーのばらつきを改善し、研削毎に安定して高精
度なナノトポグラフィーを得ることができることが確認できた。特に、剛性Ａが２００ｇ
ｆ／μｍ以下に、剛性Ｂが８００ｇｆ／μｍ以上になるような流体の供給圧力が本発明の
おける好適な条件であることが分かった。
【００４３】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【００４４】
　１…両頭研削装置、　２…リング状ホルダー、　３…静圧軸受、
　３ａ、３ｂ…軸受部、　４…砥石、　５…キャリア、　６…ホルダー部、
　７…リング部、　８…取付穴、　９…ホルダー用モータ、　１０…駆動歯車、
　１１…内歯車部、　１２…砥石用モータ、　１３ａ、１３ｂ…流体、
　１４…突起、　２０…流体供給手段、　２１、２２…センサー。
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